
针对半导体应用的高精度表面检测：

WafQScan
最精确的检测 – 显著节省成本



 
可选

 
应用

•	裸硅片检测（来料质量控制）

•	� 关键操作后的前端工艺

•	� 运用减薄工艺的硅片级封装(WLP)

•	� 切割后检测是否存在碎屑、裂纹等

•	� 边缘质量检测  
(EdgeScan)

污物/薄雾 蚀刻残留

轻微划痕（使用激光
散射无法看见）

装卸造成的划痕和
杂质

除标准AOI外，亦能可靠检测硅片

除了典型的测量任务外，传送工序和其他工艺也可能产生机
械冲击，从而导致各种划痕、碎屑乃至裂纹，而这些都是造
成工艺中出现结构性缺陷的根本原因。由于AOI存在误判且
速度较慢，成本低但却快速可靠的检测方法便成为首选。

针对裸露、已加工和已切割硅片的高精度表面检测

除拥有传统AOI的功能外，该表面检测工具采用的底层技术
基于线扫描摄像头和照明，因此，在适应波长的各种切换照
明场景下，一次扫描即可提供多张图像，以供进一步处理。

这项多视图技术使WafQScan装置能够高速可靠地检测裸露
和已加工硅片材料以及生产线上已切割硅片的表面缺陷，同
时提供独特的检测结果。
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特点

•	� 适应不同波长和分辨率的MultiView技术

•	� 手动或全自动配置

•	� 带SEMI硬件和软件接口的检测模块

 
优势一览

•	� 适用于检测各种尺寸的硅片 (2” 至 300 mm)

•	最高吞吐量达 200 Wph (appl. dep.)

•	� 轻松集成至现有的 EFEM 或分类工具

•	� 采用高精度表面检测，节约资源并提高良率

•	� 通过更高效地使用耗材且只加工合格硅片，降低生产成本

•	� 通过减少加工过程中的破损，提高产量

可能配置2个检测模块的全自动工具手动检测工具
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总部: 

ISRA VISION GmbH
Industriestraße 14,  64297 Darmstadt, Germany
电话: +49 6151 948-0
info@isravision.com

www.isravision.com

半导体检测创新
我们是光学检测领域的创新者。
为您提供前所未有的实践体验、尖端的系统和最
周到的服务。
30多年来，ISRA VISION一直是高性能质量检测系统的领先
供应商。

如今，我们的全自动高精度解决方案为材料缺陷检测以及多
个市场的整体工艺控制树立了标杆。

针对半导体行业，ISRA结合多项尖端技术，以在整个生产链
中实现高速度、高精度质量控制，这些技术普遍适用且直观易
用。

客户之所以选择我们是因为ISRA具有开发符合其要求的产
品的能力。

优势在于显著的高效率改进，包括节约成本的潜力。

为实现这一目标，我们分布在全球各地的900多名ISRA员工
将竭诚为您提供服务与支持。

我们期待成为您在表面检测领域的全球合作伙
伴。

我们拥有丰富的经验和高素质的专家队伍，可为您的高端应
用设计并实施专门的解决方案。

我们的使命不仅仅是为您提供出色的产品，只需联系我们的
客户支持和服务中心即可。

从咨询到服务，从定制解决方案到遍布世界的技术支持，我们
时刻准备为客户提供最完善的服务。

我们能够帮助您在激烈的商业竞争中脱颖而出！更具竞争力。

共同迎接挑战。
Inspect to Control – with ISRA VISION


